Soldadura de

Olas y
selectiva

La fabricacion de dispositivos cada vez mas
pequefos y potentes, el uso de soldaduras
liore de plomo, flux libre de limpieza, la reduc-
Cién de costos y desperdicios y Senerar mejo-
ras en los procesos, son sélo algunos de los
retos que la industria electronica debe enfrentar
dia a dia.

El uso de atmosferas inertes representa una
opcién rentable con el objetivo de mejorar las
operaciones, reducir la generacion de escoria,
reducir las recargas con soldadura, ampliar la
ventana de proceso, reducir el nimero de
defectos y generar con ello mejoras en el
proceso de armado de tarjetas (PCB) mante-
niendo bajo condiciones seguras todos los
Procesos que se involucran.

El cumplimiento de buenas practicas de solda-
dura contribuird a asegurar una conexion con-
flable del componente en el ensamble del
circuito.
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Mlltiples estudios han demostrado que la calidad de la
soldadura se ve afectada por el contenido de oxigeno HAire Nitrégeno
residual en la atmdsfera del proceso, por lo cual se ha
disefiado un sistema eficiente que propone representar
una via de ahorros y mejoramiento en la calidad.
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9. Contribuye a la reduccién de defectos

A) Automotriz

B) Aeroespacial

C) Telecomunicaciones

D) Médica

E) Consumo

F) Computo

G) Instrumentacion

H) Militar

Ademas contamos con otras aplicaciones como:
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Soluciones en gases envasados. Gases en estado liquido, plantas on site y tuberias. Soluciones en gases envasados.
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